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Wykorzystanie systeméw CAD
w projektowaniu narzedzi $ciernych
oraz weryfikacja poprawnosci funkcjonowania stanowiska badawczego
do realizacji precyzyjnej obrobki materialéw ceramicznych

WOJCIECH MUSIAL,

Sciernica, ktérg zamierza sie wykorzysta¢ do obrobki
powierzchni ptaskich (ptytek ceramicznych), sktada¢ sie
bedzie z segmentow sciernych stuzacych do obroébki
zgrubnej oraz wykonczeniowej [2]. Miedzy segmentami
przewidziano rozmieszczenie otworéw w celu wyplywu
powietrza zaporowego, stuzacego do chtodzenia strefy
szlifowania oraz oczyszczania powierzchni czynnej Scier-
nicy (rys. 1). Podczas precyzyjnego procesu szlifowania,
powierzchnia czynna $ciernicy diamentowej stosunko-
wo szybko ulega zalepieniu. Zminimalizowanie dosuwu
wgtebnego redukuje powstawanie warstwy zalegajacej
w przestrzeni miedzyziarnowej Sciernicy. Jednak podczas
szlifowania niewielkie przestrzenie miedzyziarnowe sto-
sunkowo szybko ulegajg znacznemu wypetnieniu (rys. 2).
Zalepienia wystepujace na powierzchni czynnej $ciernicy
nie sprzyjajg prawidtowej realizacji procesu szlifowania,
szczegoOlnie przy obrobce doktadnej [3].

Segmenty Scieme do
obrobki zgrubnej
o profilu okraghym

Segmenty scieme do
obrobki precyzyjnej

Otwory wylotowe powietrza
zaporowego, ktore shuza do chtodzenia
powierzchni obrabianej oraz korpusu
Sciemicy

Rys. 1. Propozycja budowy narzedzia $ciernego wykonana w pro-
gramie CAD do obrébki powierzchni czotowych (w tym krawedzi
tnacej ptytek ceramicznych)

Analiza przeprowadzonych dotychczas wynikéw badan
wykazata, ze w uktadzie pomiarowym zarejestrowany
sygnat EA zawiera wiele informacji pochodzacych ze
strefy obrébki oraz jej otoczenia, w tym sygnatow za-
ktécajacych [1]. Konieczna byta zatem wielokryterialna
analiza tego sygnatu, umozliwiajgca odseparowanie jego
uzytecznej czesci od zaktdcen, pochodzacych od drgan
ukfadu obrabiarka — przedmiot — narzedzie, bicia Scier-
nicy oraz szumoéw aparatury.

Opracowano nowg koncepcje monitorowania procesu
mikroszlifowania z wykorzystaniem dodatkowego, bez-
stykowego czujnika EA typu SEH, przewodzacego syg-
nat ze strefy obrébki za posrednictwem strugi cieczy
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Rys. 2. Obrazy powierzchni czynnej $ciernicy diamentowej uzyskane
na mikroskopie skaningowym

chtodzacej o srednicy 5 mm. Przewiduje sie, ze realizo-
wane badania umozliwig monitorowanie stopnia zalepie-
nia powierzchni czynnej narzedzia sciernego.

Whioski

Realizowane badania oraz wdrazane rozwigzania kon-
strukcyjne majg na celu weryfikacje postawionej hipotezy
z mozliwoscig kontrolowania defektéw na powierzchni
oraz warstwy wierzchniej ostrza ptytki skrawajacej. Prze-
widuje sie, ze zastosowana metoda obrébki pozwoli
wzmocni¢ strukture ostrza plytki, na co wskazujg dotych-
czasowe badania termograficzne przewodnosci termicz-
nej warstwy wierzchniej oraz analiza tekstury warstwy
wierzchniej ceramiki korundowej, wykonana za pomocg
tomografii komputerowej. Stopien zalepienia powierzchni
czynnej Sciernicy na dalszych etapach badawczych be-
dzie réwniez monitorowany za pomocg skaterometrii la-
serowej. Mozna przewidywac¢, ze analiza za pomocg
skaterometrii umozliwi monitorowanie stanu zalepienia
powierzchni czynnej $ciernic diamentowych w trakcie
realizacji procesu szlifowania. Wymagac to bedzie dodat-
kowych badan oraz dostosowania systemu pomiarowego
do rejestracji czynnej powierzchni $ciernicy w ruchu.
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